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‘| quilo de 3 dtomos de ¢arbono como minimo, poxr ejemplo propi-

"I 10, butilo, emilo, hexilo, heptilo u octilo en foxma normal

Este invento se refiere a compuesios péroxigenados )y &
las composiciones de los mismos y a procedimientos para uti
lizar tales composiclones.

El inven‘bo'proporciona composiciones para uso en la
nanufactura de artlculos de resina de poliéster, que compren
demuna o nis resinas de poliéster insaturado y uno o mis oom
puestos peroxigenados de férmula general RO-QO-O-O-GO—6R1,
donde R y 31 son radlicales sgleéeionados entre alquilo y oi-
Qloa,lq_uil&y‘ cada 'uno de ellos con'biene'has;'ba ;12 4tomog de
carbonos - ‘

Preferiblemente R y R! son radicales que tienen la mig
me identidad. Los compuestos pveroxigenados en 193 que Ry Rl
son radicaleg cicloalquilo de 5 o 6 4tomos de carbono, prefe
riblemen'bé 6, en el anillo, por ejemplo radicales ciclohexi
lo, éon oons-bituyeﬁ'bes adecuados de las oomposiciones de esw

te invento. Alternativamente, Ry R pueden ser radicales al

o iso o pueden ser formas secundarias o, en un oaso especial
nmente adécuado, formas terciarias de los mismds, por eﬁemplo
tevo-butilos '

La identidéd del componente resiha"'ae poliédster inse—
turado de la composicién no es critica. No obstente, las ven
tajas de las composiciones proporeionadas l;oi' el -invento en
uso son més evidentes cuando las composiciones contlenen ung
resing-de poliési:er insaturado de reactividad media como ml
nimo, por ejemplo las resinas conocidas por las marcas "Palg
tal P4L" o "Paletal P6". EL término "uns resina t?.e reactivi~
dad media como mfnimo" es utilizado para indicer una resina

que.comienza a_gelificar después de no mds de 5 horas de almg
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‘a ‘temperaturas sélo ligeremente mayores, por ejemplo _entre

cenamiento a 20°C en presencia del 2 % en peso de una solu= |-
cién al 60 % de perdxido de metil=isobutil-cetona.
Ventajosamente, las composidones de acuez"do‘con este
invento contienen los compuestos peroxigenados en proporcio
nes gue oscilan entre 0,1 %y 5 % y preferiblemente entre
0,3 %y 2 % del peso de la resina de poliéster insaturadoe
La manufactura industrial de los articulos de resina

de polidster, es decir, articulos manufacturados o cualquier
pleza de estos ar'b:[cuios, sl se hace separadamente, gque cong
ten. de resina de polidster o comprendan dicha regina, impli |
ca con :E'reguencia el procesado de grandes cantidades de re
sing de poliéster insaturado. Es muy conveniente que la Te=—
gina de poliéster insaturado cumpls varios requisitos que
aparenitemente estén en confliq'bo anire sl. Por una parte, es
preferible que la resina de polidgter insaturado sea estable
g la ‘temperatura ambiente o0 g temperaturas. ligeramente supe—
riores, es decir, a temperaturas comprendidas entre 13°C y
30°¢. Por ser estable se entiende gue sus propiedades fisi-
cag no se alteren, por ejemplo por gelificacidn. fD'a_g_elifi—-
cacién premstura puede dar lugar a una variacién indeseable
de propiedades del art:fculb de resina terminada. Esta reéina;
estable tiene que poder s-er almacenada, ;i.nciuso en contacto
con aditlvos que pueden -ser utilizados en el proceso de ma-;
nufgetura y tiene que poder ser sometlds a procedimientos
de mezcla bastante prolongados. Por oira parte,. se prefie;'e-

que la resina de polidster insaturado sea fécilmente curable

50°C y 80°C. El uso de aditivos destinados a sumentar la es-
tabilidad de resinas de rédpido curado o aumentar la veloci-

dad de curado de las resinas estables crn frecuencie tiene
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‘misma de un compussto de £érmula R=0~00-0~0=CO=0-R , donde

Ry R1 son radicalgs clolohexilo, isopropilo, octilo o terc=

como ?esultado unas resinas ingaturades que solamenté cum~
plen wno de los requisitos cltados o ninguno. - ' '

Ias composiciones proporcionadas por el presente in-
vento son especialmente adecuadas para uso en laﬂquufacﬁu-
ra de artfoulos de resina de polidster.

Por lo tanto, el invento también proporciona un proce
dimiento para la menufactura de articulos de resine de poli
éstef,'utilizando una ocomposicidn de acuerdo con el invento.

‘ Preferiblemente, este procedimiento ooﬁsiste en formar
y configurer la composicién, menteniendo la temperatur# de
le . misma de tal forma que no se produzoé gelificacibn antes
de que ls composioién sea configurada, teniendo en cuenta'el
tiempo requerido para former y configurar la composicién y |
curay la composicidn configurada, por ejemplo ca;gntando en
tre 50°C y 80%. 4 :

El configurado se réaliza.venkéjosamente Por moldeo.
Ea preferible afiadir cualquier otfo aditivo que se desee em
plear, por ejemplo cargas ¥y colorantes, entes de configurar
ia o&mposicién; Otfa posibilidad consiste en formar Qn b=l
véstimienté superficial delgado sobre un ertfeulo de otro mg)
teriél, cuyo artioulo revestido, despﬁés de ocurado, entra en
le definicidn de vartioulo de resina de polidsterts

En parfiocular el'invento.proporoiona un procedimiento
pare la manufactura de un artliculo de resina de polidster
que consiste en foimar une comﬁosicién'que oontiéhe una, rqu'

ng de‘poliéster insaturado y de 0,3 % a 2,0 % en peso de la
' 1

butilo, configurar la composioidn, calentar la composicidn
configurada a una temperatura comprendida entre 50°C y 80°C

'




10

15

. 20

25

" dos silempre gue sean producidos por el procedimiento propor

-

y mantener la composicidn configurade a dicha ‘temperatura

hasta que la resina haya ourado.

El invento también proporciona articulos menufactura~| .

cionado por el presente invento.

' Los compuestos peroxigenados que son utilizados en es |
te invento, cuando R y R1-son radicales que tienen ls misma
identidad, pueden ser preparados por reaccién entre un halo
formiato correspondéente a los radicales R'y R1 vy solucidn:
aouosa de peréxido de hidrégeno, en presencia'de we bases
El compuesto peroxigenado producido precipita y puede ser
separado por filtracién y, i se desea, purificado por re—
erigtalizacidn. A '

A continuacibn el ‘invento serd ilustrado por los ejem
plos que siguene Los Ejemplos 1 a 4y 8 a 12'se inoluyén 80 -
lamente con fines comparativos y no corresponden al inventod
Los Ejemplos 5, 6, ;,°13, 14 y 15 responden al inventos '
| Se utilizan las sigulentes abreviaturas:

PMIC = perdxido de metil—isobutll-oetona, solucmdn al
60 % .

PCH = perdxido de clolohexanona, solucién al 50 %

PCC = peroxidicarbonato de dieiclohexilo técnicamen—

‘ -8 puro ' ‘

‘ P.0TB = péroctoato de terc~butilo téonicamente puxo

COB = acelerante de cobalfbo cbn.un 1% ﬁe metal

I = peroxidicarbonato de di~lsopropilo téonicamente

. puro ; | |
FCB = paroxidicarbonato dé.diftard-butilo téoﬁioamqg

te . puro
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Sigtema de curado 2% BMIC 2 % PCH 2 % BMIC 1,5% POTB

" trangcurrido entre la operacidn de mezcla y el comienzo de

“za la temperatura exotérmica, méximae

il

Al

EJEMPLOS 1=7

Tiempos de almacenamiento y curgdo de resinas UP catalizedas
(curadb en blogue con 50 g de resina en termostato)e '
.Resinaz resina UP comercial de reactividad media (Palatal
PAL)s

| TABTA I

Ejemplo 12 3 4

0,5% COB 0,5% COB

Tlempo de almacena : . , .
miento, 2000 3 horas 1 hora - 5 horas >14 dias

Tiempo de almacena ' . _ .
niento, 5°C 15 horas 6 horas .3 dlas >14 dfas

Tiempo de curado,

700¢ 7 mine 9 min. 9 mine - 28 mine
Ejenplo 5 - 6 7

Sistema de curado- 1 %PCC  0,5% BICI 1 % KCB

Tlempo de almacena ’ _ _ '
miento, 20°C - 36 horas . 25-horas ° >30 horas.

Tiempo de almacena :
miento, 5°C -7 >14 dfas 10 dfas  >14 dias

Tiemgo de curado,

'{O 7 mine. . 6 mine 9 mine

Por tiempo de almacenamiento se entiende el tiempo

la éelificaoién ¥y por tiempo de curado se entiende el tiem—

Po transcurrido entre la mezcls y el momento en que'se alcan

Los g jemplos demuestran que los experimentos 1y 2 oum
plen ol requlslto do répido curado a 70% ‘a costa de wnas nal

las propiedades de almacenamiento y el experimento 4 cumple |
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‘resing UP catallizada de diversas formaSe

el requisito de un 'l'.iempo de almacenamientd adecusdo pero

da un curado lento. EL experimento 3 cohsti’bu,ye wng sltue=

_cién de compromiso. Los experimentos 5, 6 y 7 de acuerdo coxp

el invento dan buenas propiedades de- almaceriamien‘bb ¥ tam-
bién un curado rdpido. ‘
~ EJEMPLOS 8-15

Curado completo de léminas moldeadas reforzadas con fibra

de vidrio (2 mm, 2 capas de guata de vidrio) a partir de

Resina: resina UP comercial muy reactiva (Palatal F5)
i empo de moldeo para todos los experimentoss 6 minutos
tg S_= factor. de pérdida dieléctrica medido a 806 Hexz»

Los nimeros més bajos indican un curado més completo.

Temperatura ' 3
Eje Ca‘balizador moldeo - __Aspecto S g § 4107
8 2% JMIC 600 a 1{quido no - mediblel
9 2 % Bme 70° no se desprende  ho medille
_ ' ' del molde - _
10 © 2 % BMIC 80° ‘5o desprende del - 40
: molde ‘
11 2 % BMIC 90° se deaprende del 30
‘ - : - molde B
12 2 % BMIC 100° se desprende del 18
molde
13 1 @%Pc . 60° _  ge desprende del . _ 45
_ molde
14 1 % PCC 70° se desprende del 30
- molde
15 1 % PCC 80° se desprende del 17
molde .

Tos Ejémplos 13 a 15 corresponden al invento. Los

Ejemplos 8- 12 no corresponden al invento.

En las mismes cond:n.o:.ones, las 14minas se curan casi

. LI
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recaerd sobre las sigulentes?

igual de bien con el perdéxido de este invento a una tempera-

»ura de curado que es 20°¢ m4s baja que la necesaria cuando

se utilizen otros peréxidose

' En resumen, la Pabente de Invencidén que se solicita

o~
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‘donde R y R' son radicales ciclohexilo, isopropilo, octilo

REIVINDICACIONES

1« Un procedimiento para le manufagtufa'de wn artlious
lo de resiné de poliéster que consiste.en formar una COMPO=
silcién oconstitulda por una resina de poliéster'insaturado
y por 0,3 a 2,0 % del peso de la resina de polidster de un
pompuesto de £érmula general_

Re0=00~0~0~(0~0~R]
1
o terc~butilo, configurar la qomposiéién manteniendo ésta
a une temperatura no superior a 30°C y despuds balqntar la
c&ﬁposioién configurada a una temperaturs comprendida entre
50°¢ y-80°0 y mantenerla a dicha temperaturs haste que tien
lugar el curados ' .

2. BSe reivindica por Oltimo, como objeto sobre el
que ha de recaer la Patente de Invencién que se solicita:
"UN PROCEDIMIENTO PARA LA MANUFACTURA DE UN ARTICULO DE RE~
SINA DE POLIESTER". | |

' . Todo conforme queda descrito y reivindicado en la’
presente Memoria, que_coﬁsta de nueve péginas mecanograflia=-

das. .
i _.Madrid, 27 de Junio de 1968 -

BERNARDO UNGRIA
DeD.

o 2o 5
e b .
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